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(57) Abstract: An edge groove is initially created at a distance from the edge of a semiconductor wafer (21) in order to separate
electronic circuit units (chips) (22) on said semiconductor wafer (21). In a subsequent step, the wafer (7) is ground down in such a
way that it has the same thickness as that of the circuit units. The area between the edge groove and the wall of the semiconductor
wafer thus tapers off. With or without previous separation of the wafer edge area, a respective separating groove (13;25), which
does not cut through the thinned wafer, is created on the edges of the circuit units or between adjacent circuit units from the surface

P (9;33) of the wafer (1; 7; 21) bearing the circuit units, wherein the side walls (17) of the groove are heavily cooled by the liquid

e
=

making up the liquid jet (27). As a result, the formation of micro cracks is substantially avoided. The circuit units are separated by
impingement with transverse rupture stress.

[Fortsetzung auf der niichsten Seite]
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(57) Zusammenfassung: Bei der Vereinzelung elektronischen Schaltkreiseinheiten (Chips) (22) auf einem Halbleiterwafer (21)
wird zuerst distanziert vom Halbleiterwaferrand eine Randfurche eingebracht und erst anschliessend wird der Wafer (7) auf die Di-
cke der Schaltkreiseinheiten abgeschliffen, wobei dann der Bereich zwischen Randfurche und Halbleiterwaferrand abfillt. Mit oder
auch ohne eine vorgéngige Waferrandbereichsabtrennung wird an der Ridndern der Schaltkreiseinheiten bzw. zwischen benachbarten
Schaltkreiseinheiten jeweils eine den gediinnten Wafer nicht durchschneidende Vereinzelungsfurche (13; 25) ausgehend von der die
Schaltkreiseinheiten tragenden Oberflédche (9; 33) des Wafers (1; 7; 21) eingebracht, wobei die Furchenseitenwinde (17) durch die
Fliissigkeit des Fliissigkeitsstrahls (27) derart stark gekiihlt werden, dass Mikrorisse weitgehend vermieden werden. Eine Vereinze-
lung der Schaltkreiseinheiten durch eine Beaufschlagung mit einer Biegebruchspannung vorgenommen.
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2. |:] ClaimsNos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such
an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. D Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box I Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. E As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all
searchableclaims.

2. D As all searchable claims could be searched without effortjustifying an additional fee, this Authority did not invite payment
of any additional fee.

3. D As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report
covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4, D No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest E The additional search fees were accompanied by the applicant’s protest.

D No protest accompanied the payment of additional search fees.
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Box III

The International Searching Authority has determined that this international application
contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-3

Method for separating chips of a semiconductor wafer, involving the introduction
of a deep edge groove and grinding of the wafer, the wafer edge tapering off.

2. Claims 4-8

Method for separating chips of a semiconductor wafer, involving the introduction
of separating grooves by means of laser radiation guided using a liquid jet.

As a result of the “in particular” option, claim 4 must be considered an independent
claim. Consequently, the application does not meet the requirements of PCT
Article 3(4)(ii1) and Rule 13.1 in respect of unity of invention and contains multiple
groups of inventions.

The above-mentioned inventions are not linked by a single common inventive concept
(PCT Guidelines III-7.1). The special technical feature which defines the contribution
made by claim 1 to the prior art is the introduction of a relatively deep edge groove. This
feature solves the problem of preventing cracks from appearing (see page 3, lines 22-26).

The special technical feature which defines the contribution made by claim 4 to the prior
art is the introduction of separating grooves by means of laser radiation guided using a
liquid jet. This feature solves the problem of cooling the working area and of carrying
away the removed material (see page 4, lines 16-22).

The two separating methods as per groups a) and b) therefore provide two independent
solutions to two different problems. In addition, the two aforementioned inventions have
no other common or equivalent technical features linked by a common inventive concept
in the sense of PCT Rule 13.2.
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Feld I} Bemerkungen zu den Ansprichen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1

GemaB Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Griinden fiir bestimmte Anspriiche kein Recherchenbericht erstellt:

1. D Anspruche Nr.
weil sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Behérde nicht verpflichtet ist, némlich

2. D Anspriche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen,
daf eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgefiihrt werden kann, ndmlich

3. D Anspriiche Nr.
weil es sich dabei um abhangige Anspriiche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Rege! 6.4 a) abgefaBt sind.

Feld Il Bemerkungen bei mangeinder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehérde hat festgestellt, daB diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt:

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusétzlichen Recherchengebihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspriche.

2 [:l Da fir alle recherchierbaren Anspriche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefuhrt werden konnte, der eine
’ zusatzliche Recherchengebiihr gerechtfertigt hatte, hat die Behorde nicht zur Zahlung einer solchen Gebuhr aufgefordert.

3. D Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusétzlichen Recherchengebihren rechizeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht nur auf die Anspriiche, fir die Gebuhren entrichtet worden sind, namlich auf die
Anspriiche Nr.

4. l:l Der Anmelder hat die erforderlichen zusétzlichen Recherchengebtihren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher—
chenbericht beschrankt sich daher auf die in den Anspriichen zuerst erwahnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprichen er—
faf3t:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs m Die zusétzlichen Gebuhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahit.

D Die Zahlung zuséatzlicher Recherchengebihren erfolgte ohne Widerspruch.

Formhiatt PCT/ASA/210 (Farteatziina von Blatt 1 (2)) (Januar 2004)
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WEITERE ANGABEN PCTASA/ 210

Die internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt,
namlich: :

1. Anspriche: 1-3

Verfahren zur Vereinzelung von Chips eines Halbleiterwafers,
umfassend das Einbringen einer tiefen Rundfurche, das
Abschleifen des Wafers, wobei der Waferrand abfallt.

2. Anspriiche: 4-8

Verfahren zur:Vereinzelung von Chips eines Halbieiterwafers,
umfassend das Einbringen von Vereinzelungsfurchen mittels
mit einem F]Ussigkeitsstrah1 geleiteter Laserstrahlung.

Durch Verwendung eines “insbesondere”-Option muss Anspruch 4 als
unabhingige Anspruch aufgefasst werden. Folglich erflil1t die Anmeldung
nicht die in Art. 3(4)(iii) und Regel 13(1) PCT festgesetzten
Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung und enthalt mehrere
Gruppen von Erfindungen.

Die oben erwihnten Erfindungen sind nicht durch ein einzelnes gemeinsames
erfinderisches Konzept verbunden (PCT Richtlinien III 7.1). Das besondere
technische Merkmal, dass einen Beitrag des Anspruchs 1 zum Stand der
Technik bestimmt, ist das Einbringen einer relativ tiefen Rundfurche.
Dieses Merkmal 18st die Aufgabe, die Entstehung von Rissen zu vermeiden
(siehe Seite 3, Linien 22-26). '

Das besondere technische Merkmal das einen Beitrag des Anspruchs 4 zum
Stand der Technik bestimmt, ist das Einbringen von Vereinzelungsfurchen
mittels mit einem Fliissigkeitsstrahl geleiteter Laserstrahlung. Dieses
Merkmal 16st die Aufgabe, die Bearbeitungszone zu kiihlen und das
abgetragene Material abzufiihren (siehe Seite 4, Linien 16-22).

Somit liefern die zwei Vereinzelungsverfahren gemiss den Gruppen a) und
b), zwei unabhéngige -Ldsungen zu zwei verschiedenen Aufgaben. AuBerdem
weisen die zwei oben erwdhnten Erfindungen keine weiteren gemeinsamen
oder aquivalenten technischen Merkmale auf, die durch ein gemeinsames
erfinderisches Konzept im Sinne von Regel 13(2) PCT verbunden sind.
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